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Systemplattform fur hochverfugbare Telekommunikationsanwendung

Um den Netzausbau auch in entlegenen Gebieten weit-
laufiger Lander zu realisieren, sind leistungsfahige Infra-
strukturen noétig. Fur den Marktfihrer von Lasern fur Licht-
wellenleiter und Telekommunikationslésungen hat HEITEC
eine High-End Systemplattform entwickelt. Die Plattform
stellt einen Netzwerkknoten (Hub) dar, welcher die ver-
schiedenen Signale eines DWDM (Dense Wavelength
Division Multiplex) Netzwerks aufnimmt und verteilt. Dabei
werden bis zu 96 Signale mit unterschiedlichen Wellen-
langen Uber Glasfaserpaare Ubertragen. Mit entsprechen-
den optischen Verstarkern werden so Ubertragungsreich-
weiten bis zu 1000 km bei Ubertragungsraten von bis zu
10 Gbit/s pro Kanal erreicht. Entsprechend hoch sind die
Anforderungen an die Ubertragungsleistung pro Slot, Zu-
verlassigkeit, Hochverfugbarkeit aber auch an eine einfa-
che Wartung.

Bei der Architektur entschied sich der Kunde fur den
AdvancedTCA®Standard(AdvancedTelecommunications
ComputingArchitecture). Dieser Standardistweitverbreitet,
hat sich im Bereich der Telekommunikation voll etabliert
und bietet bedingt durch die Standardisierung Zugang
zu vielfaltigen Technologien mit einer langfristigen und
zukunftssicheren Produktverfigbarkeit. Die Backplane
wurde ganz nach den Vorgaben des Kunden entwickelt
und bildet die Basis des Netzwerkknotens. Es kbnnen bis

zu 12 Schnittstellenkarten, zwei Steuereinheiten und zwei
Power-Entry-Module (PEM) eingesetzt werden.

Das vollbestluckte System hat eine Gesamtleistung von
ungefahr 2350 Watt, was eine groBe Wéarmeentwicklung
im vergleichsweise kompakten System zur Folge hat. Mit
den Erkenntnissen aus der wahrend der Konzeptphase
durchgeftuhrten Thermosimulation designte HEITEC drei
hot-swap-fahige Luftereinschube. Jeder Einschub ent-
halt eine eigens fur die Applikation entwickelte Lufter-
steuerung, welche die zwei integrierten Radialltfter
temperaturabhangig regelt und den Ausfall eines Lufters
erkennen und an den Host melden kann. Die Einschube
sorgen fur die Entwarmung von 4 Slots und sind so kon-
zipiert, dass sie bei Bedarf schnell ausgetauscht werden
kénnen. Eine SEEPROM (Serial Electrically Erasable
Programmable Read-Only Memory) Karte fur die Speiche-
rung wichtiger Daten wurde ebenso wie die Stromversor-
gungsmodule (PEM) speziell fur den Kunden entwickelt.

Die Stromversorgungsmodule sind redundant, d.h.
doppelt ausgelegt und sind wie alle anderen Teile der
Plattform von vorne zugénglich und einfach austausch-
bar. HEITECs robuste Geh&usetechnik bildet die ideale
Basis dafur.
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Innovative Systemplattform
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Detailansicht auf einen der drei innovativen und Hot-Swap Detailansicht auf die beiden redundant ausgelegten PEM mit
fahigen Luftereinschibe integrierten Signal-Leuchten

Technische Kurzbeschreibung

> Kundenspezifische Luftersteuerung .
Kundenvorteile

> Kundenspezifische Lésung auf Basis ATCA ® -
Konzeption und Spezifikation individuell nach

> 3 LUftereinschibe mit je 2 Radialltftern (Hot-Swap féahig) KUreERL e

> 2 PEM (Power Entry Module)
> TxBxH: 332 mm x 19 x 10HE

Hohe Verflgbarkeit
Signalintegritatsanalyse der Backplane

Redundante Power Entry Module

High-end Systemplattform

Langzeitverfugbarkeit und Produktstabilitat

HEITEC AG
Dr.-Otto-Leich-Str. 16
90542 Eckental

Telefon:  +49 9126 2934 0
Fax: +49 9126 2934 199

E-Mail:  elektronik@heitec.de
Internet:  www.heitec-eps.de
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